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5.

10.

Lat. presente invención se refiere a, un procedi­

miento para la obtención de un compuesto resinoso que com­

prende resina, de etoxilina, goma laca y diciardiamida. Es­

te compuesto puede ser utilizado como barniz de revesti­

miento e impregnación en diversas finalidades del campo 

electrotécnico, tales como devanados y otros aparatos 

eléctricos, y para, la formación de materiales laminares 
su. s lar ú e s.

Ya es conocido el 

resinas fenòli cas rara, los
empleo de la goma laca y las 

ines mencionados anteriormente,
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así como los inconvenientes que presentan en au empleo, 

ya que le, primera tiende a reblandecerse a altas tem­

peraturas, mientras que las secundas son de naturaleza, 

demasiado quebradiza para la mayoría de aplicaciones, 

be puede obtener una nueva composición aislante que es- 

t$K'desprovisia de los inconvenientes mencionados combinan­

do qoma laca, una resina epoxídica y dicia.ndis.mida, y cu­

rando adecuadamente la. compsición resultante, se obtiene 

un material resinoso enducerido qur conserva todas las 

ventajas de las resinas a. base de goma laca y de etoli-

xina conocidas, al mismo tiempo.que 

piedades de unión y dieléctricas que

presente, mejores pro- 

las resinas o G i 1 i z a—

das anteriormente, de la cls.se mencionada.

las resinas de etoxilina que pueden ser utiliza­

das en la práctica de la presente invención, conocidas asi

mismo con el nombre de resinas epoxídicas, comprenden el 

producto de reacción de un fenol que tiene a lo menos dos 

grupos hidroxilo fenólicos, con una epibalogenhidrina, 

por ejemplo epiclorhidrina, cuyo producto contiene a lo 

menos dos grupos de óxido de etileno, y pueden ser dei'i-

nic'.as en general como resinas epcsídioas complejas que 

contienen un derivado polietéreo de un compuesto orgáni­

co polihítürioo que contienen grupos epoxi. Como ejemplos 
de fenoles poliRídrieos que pueden ser...-utilízanos en la 

reacción de las resinas de etoxilina se puede mencionar: 

hidroquinona, resorcinol y ios productos de condensación 

de los fenoles con cetonas, por ejemplos bis-(4-bidroxi- 

fen.il)-2,2-propano y bis-(-4-hidroxifenil)-dimetilmetano.
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Muchas de las resinas de etoxilina mencionadas se encuen­

tran en el mercado bajo las denominaciones de npon, Aral- 

dina y Oaroolite.

A pesar de todo, según es sabido, las resinas 

mencionadas requieren el empleo de un endurecedór o cata­

lizador a fin de obtener un producto suficientemente en­

durecido, y por este motivo no son del todo apropiadas 

para muchas aplicaciones, ya t,.ue su periodo de vida es 

relativamente corto, sus propiedades eléctricas son po­

bres, los endurecedores utilizados son extremadamente vo­

látiles y no se adaptan bien para, su empleo junto con 

otras resinas. &e ha tratado de resolver este inconvenien­

te anadiendo de 10 a. b0y de goma laca a. las resinas c¡.o oto— 

xilina, a. fin de obtener una acción de curado incluso en 

ausencia de los endurecedores usuales, pero ahora se ha en­

contrado que la ulterior adición de la diciandiamida a la 

mezcla de goma laca y resina de etoxilina, proporciona a 

la. resina endurecida una marcada, resistencia, de unión, de 

modo une puede ser utilizada en el tratamiento de conduc­

tores eléctricos que han.de ser unidos, por ejemplo para 

formar devanados que han de ser sometidos a severas mani­

pulaciones antes de quedar definitivamente atontados en los 

dispositivos que han.de forma?parte. Por otra parte, la 

nueva composición, de ¿toma laca, resina epoxí etica y resina 

de diciandiamida, redice considerablemente las pérdidas 

de corriente y la generación de calor en los aparatos eléc­

tricos o.e los que forma parte como aislamiento.

La composición de acuerdo con el presente inven-
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tú., puede ser preparada disolviendo loa tres constituyen­

tes en un disolventes común, por ejemplo éter monoetíli­
co ¿el etilenglicol, formando un. barniz que puede ser uti­
lizado como tal o en forma diluida con disolventes adecua­
dos, como bario de impregnación o barniz de aplicación en 
los artículos electrotécnicos y aislantes más diversos. 

Estas composiciones son curadas en caliente, por ejemplo 
por calentamiento a 125°C duranre el tiempo necesario pa­
ra obtener el grado de endurecimiento necesario, cue puede 

ser determinado, por ejemplo, por la consecuencia de un 
factor de potencia adecuadamente bajo.

La table siguiente muestra varias composiciones 

de resina ¿e acuerdo con la presente invención, represen­

tativas de otros tantos ejemplos ilustrativos de la misma 

sin ca.r3.cter limitativo de la misma.

Componentes Ejemplos
1 11 j..: i IV V Vi

Goma laca limón 
descerada ......... 60 640 310 740
Epon 100j........... 40 — 740 310 24

B i c i andi ami da. . . . 6 6 84 63 63 2,25
doma laca ......... — 60 — — — —

apon 1001 ......... — 40 — - — — —

Cardolíte 7019. . . — — 210 — — 7,25
monoetiiéter ¿el 
etilenglicol . . . . — — 2150 2150 2 1 5 0 48
C'ardolite 6 8 8 5 . . . — — — — 1,7
ij'tbí.tT.Ol# - * * w * * — — — — 16



Las cifras indicadas en la tabla anterior re­

presentan partes en peso para los ejemplos I, II y VI, 

mientras que en los ejemplos 111, IV y V son gramos*

Con las anteriores formulaciones se prepara 

resinas que son aplicadas a artículos diversos por las 

varias técnicas usuales en la industria electrotécnica, 

y luego ensayados con respecto a sus propiedades, pudién­

dose apreciar que la superioridad áe las nuevas resinas 

es substancial en todos los casos con relación a las re­

sinas usuales, ensayadas como muestras de compraración y 

preparadas en igualdad de condiciones.

ns Re notar que la goma laca y la resina epoxí­

dica constituyen la proporción mayor de la composición, 

mientras que la dioiandiamida constituye una parte menor 

de la- misma, pero se entiende que las proporciones utili­

zadas de este componente de la resina también pueden variar 

dentro de límites adecuados, y por lo general serán opera­

tivas de las resinas que respondan a la siguiente formula­

ción, en la que las cifras indicadas muestran porcentajes 

en peso.

Goma l a c a ................... .. . . 2 5 - 9 0

Resina epoxídica................... 9 - 7 0

Liciandiamida .....................  1 - 1 0 ,

y, a fin de obtener los mejores resultados, se puede uti­

lizar composiciones que estén formuladas dentro de los lí­

mites indicados por la tabla siguiente:

Goma laca . . . 

Resina epoxídica

30 - 60 

30 - 60
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Biciandiamida................... . 4 - 1 0
Como se comprende, las composiciones de acuer­

do con la invención descrita en loqque antecede pueden ser 

complementadas por los elementos usuales más convenientes, 

por ejemplo otras resinas utilizadas como entendedores o 

modificadores para las resinas c.e etoxilina empleadas, ma­

teriales os carpa que no arecren ls.s paropjiodades de las 

composiciones de resina básicas, y en general se podrá uti­

lizar todas aquella, modificaciones o adiciones que no afec­

ten esencialmente al alcance las siguientes reivindicacione

N 0 T A

de reivindica como objeto de la presente patente- 

de introducción:

1. Procedimiento para la obtención de un compues­

to aislante a base de resina de etoxilina-goma laca-dician- 

Riamida, caracterizado porque consite en mezclar una. resi­

na. de etoxilina que comprende el producto de reacción ¿e

un fenol dihídrico y epihalogenhidrina, con goma laca y 

d i c i and i ami da, disolver la mezcla así formada en un disol- 

veste orgánico, y calentar el conjunto hasta obtener la 

reacción entre los tres componentes.

2. Irocedímiento para la obtención de un compues­

to aislante a base de resina de etoxilina-goma laca-dician-

dianida, según la reivindicación anterior, caracterizado
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porque se hace reaccionar 9 -70/¿ de resina etoxilina,

25 -90p de goma laca y 1 - 10% de diciandiamida, por 
caleniaiíiienio de la mezcla a. una temperatura, y duran­
te un tiempo tales púa se obtiene el ¿rado de endureci­
miento deseado.

t. Procedimiento para la obtención de un com­
puesto aislante a base de resina de etoxilina-goma laoa- 

diciaudiamida, según la reivindicación 1, caracterizado 
porque los tres componentes de la reacción son disueltos 
independientemente en una cantidad adecuada de un disol- 
veste común par-a todos ellos, y les soluciones son mezcla­
das antes del calentamiento que ha de producir la reacción.

4. procedimiento para la obtención de un com­

puesto aislante a. base de resina de etoxillna-g,oma laca-
oí. —L c "j- ano. '.-"Í! ¡r r G'.-.

La presente memoria consta de siete hojas folia­
das, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 22 de marzo de 1960
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